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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）ポリウレタンエラストマー、ポリビニルアルコールの共重合体、ポリビニルアセ
テート、ポリ塩化ビニル、およびこれらの混合物からなる群より選択されるバインダー、
　（ｉｉ）（ａ）銀メッキされたコアを有するフィラー粒子であって、前記コアが、銅、
ニッケル、パラジウム、カーボンブラック、炭素繊維、グラファイト、アルミニウム、イ
ンジウムスズ酸化物、ガラス、ポリマー、アンチモンをドープしたスズ酸化物、シリカ、
アルミナ、繊維、粘土、およびこれらの混合物からなる群より選択される粒子と、
　　　　　（ｂ）銀、銅、金、パラジウム、白金、ニッケル、カーボンブラック、炭素繊
維、グラファイト、アルミニウム、インジウムスズ酸化物からなる群より選択されるフィ
ラー材料を含み、
　前記粒子（ａ）が全導電性フィラーの３０重量％～４０重量％を構成し、前記フィラー
材料（ｂ）が全導電性フィラーの６０重量％～７０重量％を構成する導電性フィラー、お
よび
　（ｉｉｉ）溶媒としての１種以上の二塩基性エステル
を含み、
　２５μｍで０．１００Ω／□未満のシート抵抗率を有することを特徴とする導電性組成
物。
【請求項２】
　前記コアが銅である、請求項１に記載の導電性組成物。
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【請求項３】
　さらに、表面活性剤、界面活性剤、湿潤剤、酸化防止剤、チキソトロープ剤、補強材、
シラン官能性パーフルオロエーテル、ホスフェート官能性パーフルオロエーテル、シラン
、チタネート、ワックス、フェノールホルムアルデヒド、脱泡剤、流動性添加剤、接着促
進剤、レオロジー調節剤、界面活性剤、スペーサービーズ、またはこれらの混合物を含む
、請求項１に記載の導電性組成物。
【請求項４】
　前記フィラー粒子が、組成物の５０重量％～６５重量％を構成する、請求項１に記載の
導電性組成物。
【請求項５】
　請求項１に記載の導電性組成物を含む、電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀メッキされたフィラー粒子を含む導電性組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　銀は、多くの市販の導電性コーティングおよびカプセル材料において、導電性フィラー
として用いられている。なぜなら、その酸化物は導電性であり、従って、銀を充填した系
は、高温での硬化、エージング、または銀が酸化されることがある他の条件下において、
導電性がほとんど低下しないか、または全く低下しないからである。銀を使用することの
欠点は、その高いコストと、系内で銀が移動する恐れである。
【０００３】
　完全に銀フィラーをベースとする製品で得られる高いレベルの導電率および低い抵抗率
は、必ずしもすべての導電性材料の用途に必要ではない。一部の用途は、そのような高い
レベルの導電率および低い抵抗率を必要としない。銅は、銀が用いられる形状と同様の形
状、すなわち、粉末状、樹枝状、およびフレーク状に加工することができるので、用いる
ことができる別の導電性材料である。銅の主たる欠点は、その酸化物が導電性ではなく、
たとえ密接した粒子間接触が形成されたとしても、乾燥または硬化の間に形成される表面
酸化銅すべてが系の導電性を制限してしまうことである。同様に、導電性を与える多くの
他の材料が導電性コーティングの形成に必要な条件下で酸化される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　当該技術分野において、より経済的な導電性組成物に対する要求が存在し続けている。
本発明は、この要求に対処している。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、バインダー、フィラー粒子、および任意成分として溶媒を含み、フィ
ラー粒子の少なくとも一部が銀メッキされている導電性組成物が提供される。銀メッキフ
ィラーを使用しているので、この組成物のシート抵抗率は、０．１００Ω／□／２５μｍ
未満である。
【０００６】
　別の実施形態では、本発明の導電性組成物を用いて製造された電子デバイスが提供され
る。
【０００７】
　さらに別の実施形態は、本発明の導電性組成物を用いて、電子デバイスを製造または形
成する方法に関する。この方法は、本発明の導電性組成物を基板上に、例えば、ステンシ
ル印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷またはフレキソ印刷によってディスペンシングし
て、導電路または電子回路を形成し、次いで、この組成物を硬化および／または乾燥して
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、導電性を得ることを含む。これらの導電性組成物を使用できる典型的な電子デバイスと
しては、コンピューターおよびコンピューター機器、例えば、プリンター、ファクシミリ
、スキャナー、キーボードなど；家庭用電化製品；医療用センサー；自動車用センサーな
ど；およびパーソナル電子デバイス、例えば、電話機、携帯電話機、電卓、リモコン装置
、カメラ、ＣＤプレイヤー、ＤＶＤプレイヤー、カセットテープレコーダーなどが挙げら
れる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　導電性コーティングまたはカプセル材料のバインダー成分は、熱可塑性樹脂系、熱硬化
性樹脂系、または熱硬化性樹脂系および熱可塑性樹脂系の混合系を含むことができる。
【０００９】
　熱可塑性樹脂系のバインダー成分は、官能性または非官能性熱可塑性ポリマーのいずれ
かである。適当な熱可塑性ポリマーとしては、ポリウレタンエラストマー、ポリエステル
、フェノール樹脂、アクリルポリマー、アクリルブロック共重合体、第三級アルキルアミ
ド官能基を有するアクリルポリマー、ポリシロキサンポリマー、ポリスチレン共重合体、
ポリビニルポリマー、ジビニルベンゼン共重合体、ポリエーテルアミド、ポリビニルアセ
タール、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセトール、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルアセテート、ポリ塩化ビニル、メチレンポリビニルエーテル、セルロースアセテート
、スチレンアクリロニトリル、非晶質ポリオレフィン、熱可塑性ウレタン、ポリアクリロ
ニトリル、エチレンビニルアセテート共重合体、エチレンビニルアセテートターポリマー
、官能性エチレンビニルアセテート、エチレンアクリレート共重合体、エチレンアクリレ
ートターポリマー、エチレンブタジエン共重合体および／またはブロック共重合体、スチ
レンブタジエンブロック共重合体、およびこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定
されるものではない。用いることができる市販のバインダーは、ＥＳＴＡＮＥ　５７０３
Ｐ［Ｎｏｖｅｏｎ（オハイオ州、米国）から入手できるポリエステル系の熱可塑性ポリウ
レタン］；ＰＫＨＣ［Ｉｎｃｈｅｍ（サウスカロライナ州、米国）から入手できるフェノ
キシ樹脂］；およびＵＣＡＲ　ＶＡＧＨ（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙか
ら市販されているポリビニルアルコール、ポリビニルアセテートおよびポリ塩化ビニルの
共重合体）である。
【００１０】
　熱硬化性樹脂系のバインダー成分は、官能性または非官能性熱硬化性ポリマーのいずれ
かである。適当な熱硬化性ポリマーとしては、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、フェノキ
シ樹脂、ポリエステル、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、およびこれらの混合物が挙げられ
るが、これらに限定されるものではない。用いることができる市販のバインダーの１つは
、Ｂａｋｅｌｉｔｅ　Ｈａｒｔｚ　９１３２ＫＰ（Ｂａｋｅｌｉｔｅから市販されている
フェノール樹脂）である。
【００１１】
　バインダーの全含有量は、典型的には組成物の約２重量％～約５０重量％の範囲、好ま
しくは組成物の約２重量％～約４０重量％の範囲である。
【００１２】
　本発明の組成物では、１種以上の銀メッキフィラーが用いられる。この銀メッキフィラ
ーのコアは、導電性であっても、非導電性であってもよい。導電性コアを有する銀メッキ
フィラーと、非導電性コアを有する銀メッキフィラーの組合せを使用してもよい。典型的
なコアとしては、銅、ニッケル、パラジウム、カーボンブラック、炭素繊維、グラファイ
ト、アルミニウム、インジウムスズ酸化物、ガラス、ポリマー、アンチモンをドープした
スズ酸化物、シリカ、アルミナ、繊維、粘土、およびこれらの混合物が挙げられるが、こ
れらに限定されるものではない。
【００１３】
　一実施形態では、銀メッキフィラー粒子のコアは銅である。この銀メッキフィラーの銀
含有量は、適切な導電性を与えるのに十分でなければならず、典型的には銀メッキフィラ
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ーの約０．２重量％～約２５重量％の範囲である。
【００１４】
　１種以上の銀メッキフィラー粒子は、組成物の約１重量％～約９９重量％の範囲、好ま
しくは組成物の約２０重量％～約７０重量％の範囲を構成する。
【００１５】
　銀メッキフィラー粒子に加えて、任意で、１種以上の導電性フィラー材料が組成物にお
いて用いられる。典型的な導電性フィラー材料としては、銀、銅、金、パラジウム、白金
、ニッケル、金または銀被覆ニッケル、カーボンブラック、炭素繊維、グラファイト、ア
ルミニウム、インジウムスズ酸化物、銀被覆銅、銀被覆アルミニウム、金属被覆ガラス球
、金属被覆フィラー、金属被覆ポリマー、銀被覆繊維、銀被覆球体、アンチモンをドープ
したスズ酸化物、導電性ナノ球体、ナノ銀、ナノアルミニウム、ナノ銅、ナノニッケル、
カーボンナノチューブ、およびこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されるもの
ではない。この導電性フィラー材料は、組成物で用いられている銀メッキフィラー粒子の
コアと同じであっても、異なっていてもよい。この１種以上の導電性フィラー材料は、組
成物の約０重量％～約９９重量％の範囲、好ましくは最高で組成物の約４０重量％までの
範囲を構成する。
【００１６】
　組成物の粘度は、溶媒で調節することができる。通常、効率的な組成物のディスペンシ
ング、ステンシル印刷またはスクリーン印刷を可能にするように、組成物の粘度は低いこ
とが好ましい。一実施形態では、この組成物は、約５０ｍＰａｓ～約１５０，０００ｍＰ
ａｓの範囲の粘度を有し、別の実施形態では、約５００ｍＰａｓ～約５０，０００ｍＰａ
ｓの範囲の粘度を有する。組成物のグラビア印刷またはフレキソ印刷のためには、約５０
０ｍＰａｓ～約４，０００ｍＰａｓのより低い粘度範囲が好ましい。組成物のディスペン
シング、ステンシル印刷またはスクリーン印刷のためには、約３，０００ｍＰａｓ～５０
，０００ｍＰａｓのより高い粘度範囲が好ましい。
【００１７】
　単独で、または組み合わせて用いることができる典型的な溶媒は、グリシジルエーテル
、例えば、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル；ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル－フェ
ニルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテ
ル、ブチルジグリコール、２－（２－ブトキシエトキシ）－エチルエステル、ブチルグリ
コールアセテート、酢酸、２－ブトキシエチルエステル、ブチルグリコール、２－ブトキ
シエタノール、イソホロン、３，３，５－トリメチル－２－シクロヘキセン－１－オン、
琥珀酸ジメチル、グルタル酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、水、酢酸、ジプロピレング
リコール（モノ）メチルエーテル、プロピルアセテート、アルキルフェノールのグリシジ
ルエーテル（Ｃａｒｄｏｌｉｔｅ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＣａｒｄｏｌｉｔｅ　Ｎ
Ｃ５１３として市販されている）であるが、他の溶媒を用いることもできる。
【００１８】
　所望の特性を与えるために、有機添加剤などの追加成分を組成物中に含ませることもで
きる。含むことができる様々な添加剤は、表面活性剤、界面活性剤、湿潤剤、酸化防止剤
、チキソトロープ剤、補強材、シラン官能性パーフルオロエーテル、ホスフェート官能性
パーフルオロエーテル、シラン、チタネート、ワックス、フェノールホルムアルデヒド、
脱泡剤、流動性添加剤、接着促進剤、レオロジー調節剤、界面活性剤、スペーサービーズ
、およびこれらの混合物である。これらの成分は、特定の組成物で用いられる樹脂の使用
のために、所望の特性のバランスを得るために、特に選択される。この追加成分は、最高
で組成物の約２０重量％まで、好ましくは最高で組成物の約１０重量％までを構成する。
【００１９】
　組成物は組み合わされ、次いで導電路または電子回路を形成するために、ディスペンシ
ング、ステンシル印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷またはフレキソ印刷によって基板
上に塗布され、その後、導電性を生じるために硬化および／または乾燥される。典型的に
は、組成物は、１２０℃で約１０分間、硬化および／または乾燥させる。組成物は、より
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高い温度で、より短い時間、硬化および／または乾燥させてもよい。一般に、これらの組
成物は、０．１００Ω／□／２５μｍ未満のシート抵抗率を与える。
【実施例】
【００２０】
　以下の実施例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
【００２１】
　比較試料１および試料Ａ－Ｇは、攪拌しながら、加熱した溶媒（４０℃）にバインダー
を溶解し、均一な混合物を形成して製造した。試料を室温にまで冷却し、フィラーを添加
し、この混合物をさらに３０分間攪拌した。必要に応じて、３－ロールミル（Ｂｕｈｌｅ
ｒ）を使用して、組成物を粉砕した。
【００２２】
　ポリエステルのシート上に、厚さ約５－８μｍで、１００×２ｍｍの導電路として各組
成物を塗布した。この組成物を１２０℃で１０分間、硬化および／または乾燥し、その後
、Ｋｅｉｔｈｌｅｙ　２０００　Ｍｕｌｔｉｍｅｔｅｒを使用してシート抵抗率を測定し
た。シート抵抗率（ＳＲ）は以下の式によって計算した。
【００２３】
　ＳＲ＝［Ｒ（ｔｒ）×Ｗ（ｔｒ）×Ｈ（ｔｒ）］／［Ｌ（ｔｒ）×２５］
ここで、Ｒ（ｔｒ）＝導電路の抵抗率（Ω）
　　　　Ｗ（ｔｒ）＝導電路の幅（ｍｍ）
　　　　Ｈ（ｔｒ）＝導電路の厚さ（μｍ）
　　　　Ｌ（ｔｒ）＝導電路の長さ（ｍｍ）である。
【００２４】
　組成物の配合および各々のシート抵抗率を表１に示す。
【００２５】
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【表１】

１　Ｎｏｖｅｏｎ（オハイオ州、米国）から入手できるポリエステル系熱可塑性ポリウレ
タン
２　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ（ベルギー）から入手できる塩化ビニル・ビニルアルコー
ル・ビニルアセテート共重合体
３　Ｉｎｃｈｅｍ（サウスカロライナ州、米国）から入手できるフェノキシ樹脂
４　Ｂａｋｅｌｉｔｅ（ドイツ）から入手できるフェノール樹脂
５　Ｋｅｙｓｅｒ＆ＭｃＫａｙ（オランダ）から入手できる琥珀酸ジメチル、アジピン酸
ジメチルおよびグルタル酸ジメチルの混合物
６　Ｃｈｅｍｐｒｏｈａ（オランダ）から入手できる２－（２－ブトキシ－エトキシ）エ
タノール
７　Ｃｈｅｍｐｒｏｈａ（オランダ）から入手できるｎ－プロピルアセテート
８　Ａｒｃｏ（ミズーリ州、米国）から入手できるジプロピレングリコール（モノ）メチ
ルエーテル
９　Ｆｅｒｒｏ（オハイオ州、米国）から入手できる銀フレーク
１０　Ａｍｅｓ　Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈ（ニューヨーク、米国）から入手できる銀メッキ銅
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１１　Ａｍｅｓ　Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈ（ニューヨーク、米国）から入手できる銀メッキ銅
１２　ＢＹＫ（ドイツ）から入手できる溶液中のポリアクリレート
１３　Ｃｈｅｍｐｒｏｈａ（オランダ）から入手できる１，２，３－プロパントリオール
【００２６】
　銀フレーク・フィラーを用いた比較試料１は、シート抵抗率が０．０１０Ω／□／２５
μｍであった。銀フレークと銀メッキ銅との混合物を用いて製造した試料（試料Ａ－Ｃ）
は、比較試料１と同等のシート抵抗率を有し、０．１００Ω／□／２５μｍ未満の許容で
きるシート抵抗率であった。また、銀フレークを全く用いず、銀メッキ銅のみを用いて製
造した試料（試料Ｄ－Ｇ）も、比較試料１と同等のシート抵抗率を有し、０．１００Ω／
□／２５μｍ未満の許容できるシート抵抗率であった。試料Ｄ－Ｇは、様々なバインダー
系を使用して、比較試料１と同等のシート抵抗率、０．１００Ω／□／２５μｍ未満の許
容できるシート抵抗率を有することができることを実証している。
【００２７】
　当業者には明らかであるように、その精神と範囲を外れることなく、本発明の多くの改
変および変更を行うことができる。本明細書に記載された特定の実施形態は単なる一例と
して記載されており、本発明は、特許請求の範囲の均等の範囲も加えて、添付の特許請求
の範囲の用語によってのみ特定されるものである。
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